107年度民專上字第33號
附圖一：系爭專利1主要圖式
1、系爭專利1圖3為各種形式LED製程比較圖
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2、系爭專利1圖4係其發明與習用LED之發光面積比較圖
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3、系爭專利1圖5係其發明之LED結構剖視圖
[image: image3.png]80 A

70
W @L@ e P ® | ERIEBE





附圖二：系爭專利2主要圖式

1、系爭專利2第3圖係習用晶片之底視圖
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2、系爭專利2第5圖係其發明之晶片剖視圖
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3、系爭專利2第6圖係其發明之晶片底部透視圖
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4、系爭專利2第7圖係晶片焊接於PCB線路板之示意圖
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附圖三：系爭專利3主要圖式

1、系爭專利3第2圖係為第一種實施型態之外觀示意圖
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附圖四：系爭產品1晶片構造示意圖（被證5第9頁）
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附圖五：系爭產品2
1、系爭產品2之立體圖及正視圖（被證5第7頁）
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2、系爭產品2之電路基板立體圖及正視圖（被證5第8頁）
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附圖六：被證1主要圖示 
被證1第2圖係背光模組結構之示意圖
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附圖七：被證1-2主要圖示

1.被證1-2第1圖係照明單元之平面圖
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2.被證1-2第2圖係LED晶片與配線圖案之透視圖
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3.被證1-2第3圖係LED晶片與印刷電路板之斷面圖
[image: image17.png]14LEDER
141 EERER

'IIIIIIIIIIIIII\I&}\\ '

145
v””””777 "'”’IIII’"

L““““““““““““““

144---PRIJE
142 NEE 145---PEIH
143EMEE
B1RA R emumEs

+~—3Eik

5k
&\, A
(ENRIEREHR)
TR ESE

NEiE
. 138





附圖八：被證1-3主要圖示

被證1-3第6圖係裸晶式發光二極體與線路板接合之結構圖
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附圖九：被證2-2主要圖示

1.被證2-2圖6a係其實施例之平面圖
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2.被證2-2圖6b係圖6a中剖面線所視之截面圖
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附圖十：被證2-4主要圖示
被證2-4第3圖係具有金屬反射層之白色發光二極體之結構示意圖
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附圖十一：被證2-5主要圖示

被證2-5第1圖係發光二極體之剖面圖
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附圖十二：被證2-6主要圖示

被證2-6圖12係發光二極體結構之剖視圖
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附圖十三：被證2-7主要圖示

被證2-7第6圖係發光元件置於基板上之剖面圖
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附圖十四：被證3-2主要圖示

1.被證3-2圖2係發光裝置的電極構造配置圖
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2.被證3-2圖12係第二實施例之發光裝置的局部剖視圖
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3.被證3-2圖21係第四實施例之發光裝置的局部剖視圖
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4.被證3-2圖22係第五實施例之發光裝置的局部剖視圖
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